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В производстве пленочных интегральны х микросхем  и  плат 
м икросборок подгоночны е операции вы полняю тся как для доводки 
номиналов отдельны х резисторов после изготовления пленочной платы, так 
и для  функциональной подгонки после монтаж а на плату  навесных 
компонентов. В  обоих видах процесс подгонки связан с односторонним 
изменением, то  есть увеличением исходного значения сопротивления 
резистора. При функциональной подгонке часто встречаю тся резистивные 
делители (рисунок 1 ,а), в  которы х необходима двухсторонняя подгонка, то 
есть с уменьш ением  или  увеличением коэф ф ициента деления. В  данной 
работе нами предлагается конструктивное исполнение такого резистивного 
делителя (рис. 1,6). Конструктивно резистивны й делитель состоит из 
постоянны х резисторов R i и  R 2 с  вы водами 1,2 и  3 и  подгоночны х секций, 
закороченных п  перемы чками о т  вы вода 3. В  исходном

П одгонка осущ ествляется разры вом перемы чки или перемычек, 
начиная с крайней (сверху о т  резистора Ri или снизу о т  резистора R2). Для 
увеличения значения К  подгонку начинаю т снизу (о т  резистора R2). При 
разры ве п  -  /  перемы чек коэф фициент деления составляет

В случае необходимости уменьш ения значения К  подгонку 
начинаю т сверху (о т  р езистора R i ) и  коэф фициент деления при  разрыве п  -1  
перемычек равен

то  есть вы полняется условие
П ри комбинированной подгонке разрезание части  перемычек 

осущ ествляется как сверху от резистора R, , так  и  снизу  о т  резистора R2 .
Рассмотренны е конструктивны е реш ения и  технологические 

операции позволяю т произвести подгонку резистивного делителя как в 
сторону увеличения (3), так и  уменьш ения (5) коэф ф ициента деления. 
Следую щ им преимущ еством  конструкции делителя является м алая площадь

О)

R2 + Ag,

(2)
то  есть вы полняется условие 

к < к , (3)

(4)



подгонки, то  есть в  два раза м еньш е варианта, когда резисторы R, и R2 
содержат отдельны е подгоночны е секции.

Рис. 1 Тонкопленочный резистивный делитель с двухсторонней подгонкой: а -  схема делителя, 
б -  конструкция делителя
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В производстве пленочны х интегральных микросхем и  плат 
микросборок подгоночны е операции вы полняю тся как для доводки 
номиналов отдельны х резисторов после изготовления пленочной платы, так 
и для функциональной подгонки после монтаж а н а  плату навесных 
компонентов. В  обоих видах процесс подгонки связан с односторонним 
изменением, то  есть увеличением  исходного значения сопротивления 
резистора. При функциональной подгонке часто встречаю тся резистивные 
делители (рис. 1 ,а), в  которы х необходима д вухсторонняя подгонка, то  есть с 
уменьшением или увеличением  коэф фициента деления К =  R 2/(R1+R2).


